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技術の概要

・パワー半導体用の高放熱性封止材
・高放熱性回路基板
・高熱伝導絶縁接着シート

一般的に熱伝導性の低い高分子材料への放熱性の付与には、高熱伝導性フィラーが
用いられ、高充填を行う必要があるが、系の粘度上昇や脆化などを引き起こす。
本技術は、高分子の配列構造の制御によって、系内にフィラー連続相を形成させ、低

フィラー充填量であっても効率的な熱伝導パスを形成できることを特徴とする。

液晶性エポキシ樹脂を用いて、硬化反応

時に配列構造を形成させることによって、

反応前のモノマー溶融状態では均一に分

散していた高熱伝導BNフィラーを配列構造

の周囲に局所的に高濃度で分散させた。こ

れによって、BN低充填量でありながら、フィ

ラー連続相を形成でき、熱伝導パスとして

作用した。

また、ポリマー自体の熱伝導率も配列構

造の形成によって向上しているため、これ

らの相乗効果によって、同一充填量におけ

る熱伝導率は汎用ポリマーに比べ高くなっ

ている。
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